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注記NOTES
　1.使用材料
       MATERIAL
       ハウジング：46ナイロン、ガラス充填、UL94V-0、白
       HOUSING:PA46,GLASS FILLED,UL94V-0,WHITE
       アクチュエータ：ポリフェニレンサルファイド（PPS）、
                                    ガラス充填、UL94V-0、黒
       ACTUATOR:POLYPHENYLENE SULFIDE,GLASS FILLED,UL94V-0,BLACK
       ターミナル：リン青銅、ニッケル下地金めっき（t=0.2）
       TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE,GOLD OVER NICKEL PLATING
       金具：リン青銅、ニッケル下地錫めっき（t=0.2）
       FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE,TIN OVER NICKEL PLATING
　2.エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態になります。
       IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART 
       NO.52745-**59 SHOULD BE LOCKED.
      ソルダーテール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、
      基準面Hに対して上方向に0.1MAXIMUM、下方向0.15MAXIMUMとする。
      MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM DATUM-H.
      UPPER DIRECTON:0.1MAXIMUM
      LOWER DIRECTION:0.15 MAXIMUM
      偶数極に適用
      APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
      パターン剥離止め金具
      FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.W.B. PATTERN.
      R0.3は、FPCの胴体部にかからないこと
      R0.3 MUST NOT BE OVERLAPED TO PATTERN OF FPC.
   7.ELV 及び RoHS 適合品 
      ELV AND RoHS COMPLIANT
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